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DESCRIPCION
Método de inspeccion de falla de soldadura
Campo técnico

Esta solicitud reivindica el beneficio de prioridad basado en la solicitud de patente coreana nim. 10-2020-0023657,
presentada el 26 de febrero de 2020.

La presente invencién se refiere a un método para inspeccionar un defecto de soldadura, y més en particular, a un
método para inspeccionar si hay un defecto de soldadura por una soldadura débil en la porcién soldada entre una
lengleta de electrodo y una lengueta de electrodo o entre una lengleta de electrodo y un conductor de electrodo
en una bateria secundaria de litio.

Antecedentes

En general, una bateria secundaria, a diferencia de una bateria primaria que no se puede cargar, significa una
bateria que se puede cargar y descargar, y se utiliza ampliamente en dispositivos electrénicos tal como teléfonos
méviles, computadoras portatiles, videocamaras, o vehiculos eléctricos. En particular, la bateria secundaria de litio
tiene una capacidad mayor que una bateria de niquel-cadmio o una bateria de niquel-hidrégeno, y debido a que
la densidad de energia por peso unitario es alta, el grado de utilizacién de la misma estd incrementando
rapidamente.

Ademas, las baterias secundarias de litio se clasifican de acuerdo con la estructura del montaje de electrodo que
tiene una estructura de electrodo positivo/separador/electrodo negativo. Los ejemplos representativos de los
mismos incluyen un montaje de electrodo enrollado en el que los electrodos positivos y los electrodos negativos
tipo ldmina larga se enrollan con un separador interpuesto entre los mismos, un montaje de electrodo apilado en
el que una pluralidad de electrodos positivos y negativos cortados en una unidad de tamafio predeterminado se
apilan secuencialmente con un separador interpuesto entre los mismos, y un montaje de electrodo apilado/plegable
en el que se enrollan bi-celdas o celdas completas, en las que los electrodos positivos y negativos de una unidad
predeterminada se apilan con un separador interpuesto entre los mismos.

En los ultimos afios, una bateria tipo bolsa que tiene un montaje de electrodo tipo pila o tipo pila/plegable incrustado
en una caja de bateria en forma de bolsa de una ldmina laminada de aluminio ha atraido mucha atencién debido
a su bajo costo de fabricacién y pequefio peso, y la cantidad utilizada de la misma estd incrementando
gradualmente.

La bateria secundaria de litio utiliza principalmente un éxido basado en litio y un material de carbono como material
activo de electrodo positivo y un material activo de electrodo negativo, respectivamente. La bateria secundaria de
litio incluye un montaje de electrodo, en el que una placa de electrodo positivo y una placa de electrodo negativo
recubiertas con el material activo de electrodo positivo y el material activo de electrodo negativo, respectivamente,
se colocan con un separador interpuesto entre las mismas, y un material exterior que sella y almacena el montaje
de electrodo junto con el electrolito.

En este momento, se forma una pluralidad de lengletas de electrodo positivo, que se extienden desde una
pluralidad de placas de electrodo positivo, y una pluralidad de lengletas de electrodo negativo, que se extienden
desde una pluralidad de placas de electrodo negativo, en el montaje de electrodo, y la pluralidad de lengletas de
electrodo positivo y la pluralidad de lengletas de electrodo negativo se acoplan respectivamente con el conductor
de electrodo positivo y el conductor de electrodo negativo por soldadura. En la presente, una pluralidad de
lengletas de electrodo positivo y una pluralidad de lengletas de electrodo negativo forman una lengleta de
electrodo, y un conductor de electrodo positivo y un conductor de electrodo negativo forman un conductor de
electrodo.

De manera similar, cuando se sueldan la lengleta de electrodo y el conductor de electrodo, si se realiza una
soldadura débil entre las lenglietas de electrodo y entre la lenglieta de electrodo y el conductor de electrodo, se
puede generar un defecto de soldadura. Por consiguiente, existe la necesidad de un proceso para inspeccionar si
existe un defecto de soldadura por esta soldadura débil.

Convencionalmente, a fin de inspeccionar un defecto de soldadura por una soldadura débil en la porcién soldada,
la resistencia a la traccién se midi6 al tirar de la porcién soldada en una direccién opuesta. Sin embargo, cuando
se utiliza este método, la lengleta de electrodo o el conductor de electrodo se pueden dafiar en el proceso de
medicién de la resistencia a la traccidén. Por lo tanto, la enumeracién completa no fue posible.

La patente coreana num. 2017-0125707 divulga una tecnologia de divisién de una porcién soldada, que se genera
al acoplar elementos de ldmina de electrodo y terminales, en una pluralidad de secciones, al medir la resistencia
para cada seccién al aplicar corriente eléctrica a cada seccién, y entonces al determinar que hay un defecto de
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soldadura si la resistencia medida es mayor que una resistencia umbral. Sin embargo, en la literatura anterior, la
correlacién entre la resistencia a la traccién y la resistencia en la porciéon soldada se utiliza para derivar la
resistencia umbral y, por lo tanto, a fin de derivar la resistencia umbral, es esencial un proceso de medicién de la
resistencia a la traccién de la porcién soldada.

El documento CN 103 376 788 B se refiere a un método para detectar la firmeza de soldadura de lengueta de
bateria de iones de litio. CN 108 181 356 A se refiere al campo de medicién de bateria. El documento CN 107 607
592 A se refiere a la deteccién de calidad de punto de soldadura, en particular a un método y equipo de prueba de
fiabilidad de soldadura.

Sin embargo, convencionalmente, la resistencia a la traccién de la porcidén soldada se mide al tirar de la porcién
soldada en una direccién opuesta, lo que puede provocar un error. Por lo tanto, la fiabilidad del valor de resistencia
umbral derivado de la correlacién entre la resistencia a la traccién y la resistencia no es alta.

Por lo tanto, existe la necesidad de una tecnologia sobre un método para inspeccionar una soldadura débil de una
porcién soldada con una potencia de deteccién excelente en tanto que se permite una enumeracién completa.

Divulgacién

Problema técnico

Como tal, la presente invencién se ide6 para resolver los problemas anteriores, y un objeto de la presente invencién
es proporcionar un método para inspeccionar una soldadura débil de una porcidén soldada con un excelente poder
de deteccidn en tanto que se permite una enumeracién completa.

Solucién Técnica

El método para inspeccionar un defecto de soldadura para lograr los propésitos anteriores de la presente invencidn
se define en la reivindicacion 1.

En un ejemplo especifico, la sonda de medicién de resistencia incluye una sonda de voltaje y una sonda de
corriente.

En un ejemplo especifico, el paso de medicidn de resistencia (S200) incluye medir una resistencia de una porcién
soldada por un esquema de medicién tipo 4 alambres.

En un ejemplo especifico, el paso de medicidn de resistencia (S200) incluye medir una resistencia de una porcién
soldada por un esquema de corriente continua.

En un ejemplo especifico, el paso de ajuste de resistencia umbral (S 100) incluye: un paso de construccién de
datos (S 110) para medir una microrresistencia de unidades de nanoohmios y microohmios para un grupo de
muestra y almacenar la microrresistencia medida; y un paso de derivacién de valor de resistencia umbral (S120)
para derivar un valor umbral al procesar los datos acumulados por el paso de construccién de datos (S 110) por
un esquema estadistico.

En un ejemplo especifico, una cantidad de objetos del grupo de muestra es igual a 0 mayor que 100.000.

En un ejemplo especifico, los valores de resistencia del grupo de muestra forman una curva de distribucién normal.
En un ejemplo especifico, el valor de resistencia umbral es un valor promedio de + 65.

En un ejemplo especifico, la porciéon soldada se forma por una soldadura ultrasénica. En este momento, la
resistencia se mide al permitir que la sonda de medicién de resistencia se ponga en contacto con una interfaz de
la porcién soldada.

En un ejemplo especifico, la porcién soldada se forma por una soldadura laser. En este momento, la resistencia
se mide al permitir que la sonda de medicién de resistencia se ponga en contacto con una superficie periférica
externa de la porcién soldada.

El método para inspeccionar un defecto de soldadura de la presente invencién se aplica preferentemente a una
porcién soldada entre un conductor de electrodo y una lengueta de electrodo de una bateria secundaria tipo bolsa,
0 una porcién soldada entre una lengleta de electrodo y una lengleta de electrodo.

Efectos ventajosos

De acuerdo con el método de inspeccién de defectos de soldadura de la presente invencidén, se miden las
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resistencias de un grupo de muestra, se ajusta un valor de resistencia umbral a partir de una curva de distribucién
normal de los valores de resistencia medidos, y las resistencias se miden precisamente al usar un instrumento de
medicién de microrresistencia que tiene una resolucién de niveles de nanoohmios a microohmios cuando se miden
las resistencias para el grupo de muestra y la porcidén soldada que se va a inspeccionar, mostrando de esta manera
un poder de deteccién excelente para un defecto de soldadura débil.

Breve descripcién de las figuras

La figura 1 es un diagrama de flujo que ilustra un método de inspeccidén de un defecto de soldadura de la presente
invencién.

La figura 2 es una grafica que muestra la correlacién entre la resistencia de soldadura y la resistencia.

La figura 3 es una curva de distribucién normal de los valores de resistencia de un grupo de muestra de acuerdo
con una realizacidn de la presente invencion.

La figura 4 es un diagrama esquematico que muestra un método de medicién de una resistencia de acuerdo con
una realizacién de la presente invencion.

La figura 5 es un diagrama esquematico que muestra un método de medicién de una resistencia de acuerdo con
otra realizacién de la presente invencion.

La figura 6 es un diagrama esquemético de una sonda de medicién de resistencia de la presente invencién.

La figura 7 es un diagrama esquematico que muestra un método para medir una resistencia de una porcidén soldada
por soldadura ultrasénica de acuerdo con una realizacién de la presente invencion.

La figura 8 es un diagrama esquematico que muestra un método para medir una resistencia de una porcidén soldada
por soldadura laser de acuerdo con una realizacién de la presente invencién.

Descripcidn detallada de las realizaciones preferidas

En lo sucesivo, las realizaciones preferidas de la presente invencidon se describiran en detalle con referencia a las
figuras anexas. Los términos y palabras utilizados en la presente especificacion y reivindicaciones no se deben
interpretar como limitados a términos ordinarios o de diccionario y el inventor puede definir adecuadamente el
concepto de los términos a fin de describir mejor su invencién. Los términos y palabras se deben interpretar como
significado y concepto consistente con la idea técnica de la presente invencion.

Por consiguiente, las realizaciones descritas en la especificacion y las configuraciones descritas en las figuras son
sélo las realizaciones mas preferidas de la presente invencion, y no representan todas las ideas técnicas de la
presente invencion. La presente invencién se define por las reivindicaciones anexas.

Ademas, de principio a fin de la especificaciéon, cuando un elemento se refiere como "que incluye" un elemento, se
entiende que el elemento también puede incluir otros elementos salvo que se indique especificamente lo contrario.

La figura 1 es un diagrama de flujo de un método para inspeccionar un defecto de soldadura de acuerdo con la
presente invenciéon. Con respecto a la figura 1, un método para inspeccionar un defecto de soldadura de la presente
invencién incluye: un paso de ajuste de resistencia umbral (S100) para medir una resistencia de una porcién
soldada de un grupo de muestra y derivar un valor de resistencia umbral que se convierte en un estandar de
evaluacién de una soldadura débil; un paso de medicién de resistencia (S200) para medir un valor de resistencia
de una porcién soldada que se va a inspeccionar; y un paso de determinacién (S300) para determinar la porcién
soldada como una soldadura débil si el valor de resistencia medido en el paso de medicién de resistencia excede
el valor de resistencia umbral, en donde el paso de ajuste de resistencia umbral (S 100) y el paso de medicién de
resistencia (S200) incluyen medir una resistencia usando un instrumento de medicién de microrresistencia que
tiene una resolucién de unidades de nanoohmios a microohmios.

Los inventores de la presente invencién han encontrado que el valor de resistencia eléctrica de la porcién soldada
que tiene una baja resistencia de soldadura fue mayor que el valor de resistencia eléctrica de la porcién soldada
que tiene una resistencia de soldadura normal, lo que los ha conducido a la presente invencién. Con respecto a la
figura 2, un valor de resistencia de una porcidn soldada que se ha soldado con una resistencia de soldadura normal
de 22 kgf o mas es mas pequefio que un valor de resistencia de una porcién soldada que se ha soldado por una
resistencia de soldadura débil menor que 22 kgf. Convencionalmente, existia una tecnologia de inspeccién de un
defecto de soldadura al medir la resistencia de la porcién soldada y al comparar el valor de resistencia medido con
el valor de resistencia umbral. Sin embargo, en la tecnologia convencional, el método de derivacién del valor de
resistencia umbral no fue especifico, o fue necesario un proceso de medicién de la resistencia a la traccién de la
porcién soldada debido a que se utilizé la correlacién entre la resistencia a la traccidén de la porcién soldada y la
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resistencia cuando se deriva el valor de resistencia umbral.

Sin embargo, la presente invencion se caracteriza por introducir un esquema estadistico para derivar un valor de
resistencia umbral sin depender de una correlacién entre una resistencia a la traccién y una resistencia de una
porcién soldada y en medir precisamente una resistencia al medir la resistencia hasta niveles de nanoohmios a
microohmios al incrementar la resolucién.

Es decir, cuando se miden las resistencias para objetos que forman una gran cantidad de grupos de muestras, los
valores de resistencia medidos forman una curva de distribucién normal. En la curva de distribucién normal, un
objeto que tiene una gran desviacién se puede asumir facilmente como que es defectuoso desde el punto de vista
de una probabilidad estadistica y, por lo tanto, una desviacién predeterminada se determina como un valor de
resistencia umbral. Ademés, este enfoque es con base en la premisa de que los datos para el grupo de muestra
son fiables. Por lo tanto, se utiliza un instrumento de medicién de microrresistencia capaz de medir precisamente
la resistencia hasta niveles de nanoohmios a microohmios para el grupo de muestra en el proceso de ajustar un
valor umbral, y se utiliza un instrumento de medicién de microrresistencia capaz de medir precisamente la
resistencia hasta niveles de nanoohmios a microohmios cuando se mide la resistencia para el objeto que se va a
inspeccionar. De manera similar, en la presente invenciéon, un valor de resistencia umbral se deriva
estadisticamente de una gran cantidad de grupos de muestras cuando se deriva el valor de resistencia umbral.
Por lo tanto, no es necesario medir por separado la resistencia a la traccidén de la porcidén soldada a fin de ajustar
el valor de resistencia umbral a diferencia de la tecnologia convencional.

En primer lugar, se describira el paso de ajuste de resistencia umbral (S 100).

El paso de ajuste de resistencia umbral (5100) de acuerdo con una realizacién de la presente invencién incluye:
un paso de construccién de datos (S 110) para medir una microrresistencia de unidades de nanoohmios y
microohmios para un grupo de muestra y almacenar la microrresistencia medida; y un paso de derivacién de valor
de resistencia umbral (S120) para derivar un valor umbral por el procesamiento de datos acumulados por el paso
de construccidn de datos (S 110) por un esquema estadistico.

El paso de construccién de datos (S110) incluye un proceso de medicién de la resistencia de una porcién soldada
para objetos que forman un grupo de muestra. En este momento, la cantidad de objetos del grupo de muestra es
de al menos 100.000, preferentemente 200.000, y es preferible tener tantos objetos del grupo de muestra como
sea posible en términos de fiabilidad.

En el paso de construccién de datos (S110), las resistencias para los objetos del grupo de muestra se miden por
el uso de un instrumento de medicién de microrresistencia que tiene una resolucién de unidades de nanoohmios
(nQ) a microohmios (uQ). Esto es para acumular datos mas fiables. Ademas, el método de medicién de
microrresistencia se realiza de la misma manera que ese del esquema de medicién de la resistencia de la porcién
soldada en el paso de medicidn de resistencia (S200).

El paso de derivacién de valor de resistencia umbral (S 120) incluye derivar un valor de resistencia umbral al
procesar los datos acumulados por el paso de construccion de datos (S 110) por un esquema estadistico. El método
de procesamiento estadistico de acuerdo con una realizacién de la presente invencidén es obtener una curva de
distribucién normal del valor de resistencia de un objeto del grupo de muestra y al valor + 68 en la curva de
distribucién normal como el valor de resistencia umbral.

La figura 3 muestra un ejemplo de una curva de distribucién de resistencias de un grupo de muestra de acuerdo
con una realizacién de la presente invencién. Con respecto a la figura 3, cuando el grupo de muestra muestra una
curva de distribucién normal como en la figura 3, la mayoria de los objetos tienen valores cercanos al valor
promedio (m), y el nUmero de objetos que tienen un valor, que se desvia significativamente del valor promedio (m),
es pequefio. Por lo tanto, los objetos que tienen un valor, que se desvia significativamente del valor promedio, se
pueden asumir estocésticamente como que son defectuosos. Especificamente, la probabilidad de que aparezca
un objeto con una desviacion de 16 (desviacidn estdndar) es de aproximadamente el 32%, la probabilidad de que
aparezca un objeto con una desviaciéon de 28 es de aproximadamente 5%, la probabilidad de que aparezca un
objeto con una desviacién de 38 es de aproximadamente 0,3%, la probabilidad de que aparezca un objeto con una
desviacidén de 48 es de aproximadamente 0,01%, la probabilidad de que aparezca un objeto con una desviacidon
de 56 es de aproximadamente 0,001% y la probabilidad de que aparezca un objeto con una desviacién de 68 es
de aproximadamente 0,0000001%.

Como tal, en una realizacién de la presente invencién, la suma del valor promedio y 68 se ajusté como el valor de
resistencia umbral.

En lo sucesivo, el paso de medicién de resistencia (S200) se describira en detalle.

La figura 4 es un diagrama esquematico que muestra un método de medicién de una resistencia de acuerdo con
una realizacién de la presente invencién. Con respecto a la figura 4, un instrumento de medicién de
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microrresistencia, que se utiliza para la medicién de resistencia en el paso de medicién de resistencia (S200) de la
presente invencidn, incluye dos sondas de medicién de resistencia 100, y las resistencias se miden al permitir que
las dos sondas de medicién de resistencia se pongan en contacto con la porcién soldada 30.

La resistencia de toda la porcién soldada 30 se mide al permitir que una sonda de medicién de resistencia se ponga
en contacto con un extremo 31 de la porcién soldada y al permitir que la otra sonda de medicién de resistencia se
ponga en contacto con el otro extremo de la porcién soldada.

Ademas, como se ilustra en la figura 4(b), la porcién soldada 30 se puede dividir en una porcién soldada 33 de la
porcién de lengieta de electrodo 20 y una porcién soldada 34 del conductor de electrodo 10, y como se ilustra en
la figura 4(b), se puede permitir que ambas sondas de medicién de resistencia se pongan en contacto con la
porcién soldada 33 de la lengleta de electrodo 20. A diferencia de esto, se puede permitir que ambas sondas de
medicién de resistencia se pongan en contacto con la porcién soldada 34 del conductor de electrodo 10. De manera
alternativa, como se ilustra en la figura 5, se puede permitir que una sonda de medicién de resistencia se ponga
en contacto con la porcién soldada 33 de la lengleta de electrodo 20, y se puede permitir que la sonda de medicidn
de resistencia restante se ponga en contacto con la porcién soldada 34 del conductor de electrodo 10, para medir
de esta manera la resistencia. Entre las realizaciones anteriores, fue méas preferible medir la resistencia en la forma
de poner en contacto ambas de las dos sondas de medicién de resistencia en la porcién soldada 33 de la lengieta
de electrodo 10 en términos de la potencia de deteccién para detectar una soldadura débil.

La figura 6 muestra un diagrama esqueméatico de una sonda de medicién de resistencia de la presente invencién,
y con referencia a la figura 6, la sonda de medicién de resistencia 100 de la presente invencién incluye una sonda
de corriente 110 y una sonda de voltaje 120. La sonda de corriente aplica corriente a una porcién soldada que se
va a medir, y la sonda de voltaje mide los voltajes. Como tal, se puede medir la resistencia de la porcién soldada.

En la presente invencion, la resistencia se mide al permitir que dos sondas de medicidn de resistencia se pongan
en contacto con la porcidn soldada. Como tal, la resistencia de la porcién soldada se puede medir por un esquema
de medicién tipo 4 alam bres. Puesto que el esquema de medicién de resistencia tipo 4 alambres se ve menos
influenciado por la resistencia de contacto en comparacién al esquema de medicién de resistencia tipo 2 alambres,
la microrresistencia se puede medir mas precisamente en el esquema de medicién de resistencia tipo 4 alambres,
en el que la resistencia se puede medir incluso en unidades de nanoohmios.

En un ejemplo especifico, el paso de medicidn de resistencia (S200) incluye medir una resistencia de una porcién
soldada por un esquema de corriente continua. El esquema de corriente continua tiene la ventaja de que es posible
la medicién de resistencia de alta precisién, en comparacién al esquema de corriente alterna.

El método de inspeccidn de defectos de soldadura de la presente invenciéon se puede aplicar ampliamente a la
porcién soldada de la bateria secundaria y se puede aplicar a la porciéon soldada de acuerdo con diversos
esquemas de soldadura. Es decir, el método de inspeccidén de defectos de soldadura de la presente invencion se
puede aplicar a una porcién soldada entre una lengleta de electrodo y una lenglieta de electrodo, una porcién
soldada entre una lenglieta de electrodo y un conductor de electrodo, y una porcién soldada entre un conductor de
electrodo y una barra colectora en un paquete de baterias, y también se puede aplicar a una porcién soldada por
soldadura ultrasénica y una porcidén soldada por soldadura laser, etc.

La figura 7 es un diagrama esquematico que muestra un método de medicién de una resistencia a una porcién
soldada de acuerdo con un esquema de soldadura ultrasénica. Con respecto a la figura 7, una porcién soldada 30
formada por el esquema de soldadura ultrasénica tiene la forma de una linea o una superficie. Como tal, la posicién
de contacto 40 de la sonda de medicién de resistencia para la medicién de resistencia se coloca en la linea limite
de la porcién soldada. La resistencia de toda la porcién soldada se puede medir al permitir que la sonda de medicidn
de resistencia se ponga en contacto con la linea limite de la porcién soldada. Hay 4 posiciones de contacto 40 de
la sonda de medicidén de resistencia. En este caso, la sonda de corriente se pone en contacto con dos de las
posiciones de contacto 40, y la sonda de voltaje se pone en contacto con las dos posiciones restantes de las
posiciones de contacto 40.

La figura 8 es un diagrama esquematico que muestra un método de medicién de una resistencia a una porciéon de
soldadura de acuerdo con un esquema de soldadura laser. Con respecto a la figura 8, la porcién soldada 30
formada por el esquema de soldadura laser tiene una forma punteada. A fin de medir la resistencia de toda la
porcién soldada, es deseable determinar la posicién de contacto 40 de la sonda de medicién de resistencia en la
superficie periférica externa con una linea virtual obtenida al conectar puntos en las porciones mas externas de los
puntos como el limite. Hay 4 posiciones de contacto 40 de la sonda de medicidén de resistencia. En este caso, la
sonda de corriente se pone en contacto con dos de las posiciones de contacto 40, y la sonda de voltaje se pone
en contacto con las dos posiciones de contacto 40 restantes.

De acuerdo con el método de inspeccion de soldadura de la presente invencidn, se miden las resistencias de un
grupo de muestra, se ajusta un valor de resistencia umbral a partir de una curva de distribucién normal de los
valores de resistencia medidos, y las resistencias se miden precisamente al usar un instrumento de medicién de
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microrresistencia que tiene una resolucién de niveles de nanoohmios a microohmios cuando se miden las
resistencias para el grupo de muestra y la porcidén soldada que se va a inspeccionar, mostrando de esta manera
una potencia de deteccién excelente para un defecto de soldadura débil.
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REIVINDICACIONES
1. Un método para inspeccionar un defecto de soldadura, que comprende:

un paso de ajuste de resistencia umbral (S100) para medir una resistencia de una porcién soldada de un grupo de
muestra y derivar un valor de resistencia umbral que se convierte en un estandar de evaluacién de una soldadura
débil;

un paso de medicién de resistencia (S200) para medir un valor de resistencia de una porcién soldada que se va a
inspeccionar, en donde la porcién soldada que se va a inspeccionar es toda la porcién soldada; y

un paso de determinacién (S300) para determinar la porcién soldada como una soldadura débil si el valor de
resistencia medido en el paso de medicién de resistencia excede el valor de resistencia umbral, en donde el paso
de ajuste de resistencia umbral (S100) y el paso de medicién de resistencia (S200) incluyen medir una resistencia
usando un instrumento de medicién de microrresistencia que tiene una resolucién de unidades de nanochmios a
microohmios,

caracterizado porque

el paso de medicidn de resistencia (S200) incluye medir una resistencia al permitir que dos sondas de medicién de
resistencia se pongan en contacto con la porcién soldada, y medir una resistencia total de la porcién soldada al
permitir que una sonda de medicién de resistencia se ponga en contacto con un extremo de la porcién soldada y
al permitir que otra sonda de medicién de resistencia se ponga en contacto con un otro extremo de la porcidén
soldada.

2. El método de la reivindicacién 1, donde la sonda de medicién de resistencia incluye una sonda de voltaje y una
sonda de corriente.

3. El método de la reivindicacién 1, donde el paso de medicién de resistencia (S200) incluye medir una resistencia
de la porcién soldada por un esquema de medicidn tipo 4 alambres.

4. El método de la reivindicacidn 1, donde el paso de medicidn de resistencia (S200) incluye medir una resistencia
de la porcién soldada por un esquema de corriente continua.

5. El método de la reivindicacién 1, donde el paso de ajuste de resistencia umbral (S100) comprende:

un paso de construccién de datos (S110) para medir una microrresistencia de unidades de nanoohmios y
microohmios para el grupo de muestra y almacenar la microrresistencia medida; y

un paso de derivaciéon de valor de resistencia umbral (S120) para derivar el valor de resistencia umbral por el
procesamiento de datos acumulados por el paso de construccién de datos (S110) por un esquema estadistico.

6. El método de la reivindicacién 5, donde una cantidad de objetos del grupo de muestra es igual a o mayor que
100.000.

7. El método de la reivindicacién 5, donde los valores de resistencia del grupo de muestra forman una curva de
distribucién normal.

8. El método de la reivindicacién 7, donde el valor de resistencia umbral es un valor promedio de + 60.
9. El método de la reivindicacién 1, donde la porcién soldada se forma por una soldadura ultrasénica.

10. El método de la reivindicacién 9, donde la resistencia se mide al permitir que la sonda de medicién de
resistencia se ponga en contacto con una linea limite de la porcién soldada.

11. El método de la reivindicacién 1, donde la porcién soldada se forma por una soldadura laser.

12. El método de la reivindicacion 11, donde la resistencia se mide al permitir que la sonda de medicién de
resistencia se ponga en contacto con una superficie periférica externa de la porcidén soldada.

13. El método de la reivindicacién 1, donde la porcién soldada es una seleccionada de una porcién soldada entre
un conductor de electrodo y una lengleta de electrodo de una bateria secundaria tipo bolsa, y una porcién soldada
entre una lengleta de electrodo y una lengueta de electrodo de una bateria secundaria tipo bolsa.
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[FIG. 2]
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[FIG. 3]
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[FIG. 4]
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[FIG. 6]

ES 2 996 905 T3

100

110~

1~120

14




[FIG. 7]

ES 2 996 905 T3

30

Eﬁiﬁﬂ.\
.

15



ES 2 996 905 T3

[FI1G. 8]

40

s

O O

16



	Page 1 - ABSTRACT/BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - DESCRIPTION
	Page 6 - DESCRIPTION
	Page 7 - DESCRIPTION
	Page 8 - CLAIMS
	Page 9 - DRAWINGS
	Page 10 - DRAWINGS
	Page 11 - DRAWINGS
	Page 12 - DRAWINGS
	Page 13 - DRAWINGS
	Page 14 - DRAWINGS
	Page 15 - DRAWINGS
	Page 16 - DRAWINGS

